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贴片用红胶工艺

生成日期: 2025-10-28

SMT贴片红胶的工艺方式：
1) 印刷方式：钢网刻孔要根据零件的类型，基材的性能来决定，其厚度和孔的大小及形状。其优点是速度快、
效率高。
2) 点胶方式：点胶是利用压缩空气，将红胶透过特用点胶头点到基板上，胶点的大小、多少、由时间、压力管
直径等参数来控制，点胶机具有灵活的功能。对于不同的零件，我们可以使用不同的点胶头，设定参数来改变，
也可以改变胶点的形状和数量，以求达到效果，优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。我们可
以对作业参数、速度、时间、气压、温度调整，来尽量减少这些缺点。
3) 针转方式，是将一个特制的针膜，浸入浅胶盘中每个针头有一个胶点，当胶点接触基板时，就会脱离针头，
胶量可以借着针的形状和直径大小来变化。固化温度 100℃ 120℃ 150℃ 固化时间 5分钟 150秒 60秒 典型固
化条件：
注意点：1、固化温度越高以及固化时间越长，粘接强度也越强。
2、由于贴片胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化，因此我们建议找出较合适的硬化条件。
红胶的储存：在室温下可储存7天，在小于5℃时储存大于个6月，在5~25℃可储存大于30天。SMT贴片红胶的使
用方法。贴片用红胶工艺

什么是SMT贴片红胶？SMT红胶是单组份加热固化型环氧树脂胶粘剂，又名红胶、贴片红胶、贴片胶,分为
刮胶和点胶两种。其容许低温度固化，超高速微少量涂敷仍可保持没有拉丝、溢胶、塌陷的稳定形状，其“剪
切稀化”粘度特性和低吸湿性，适合应用于SMT红胶工艺，储存稳定且具有良好的耐热冲击性能和电气性能。
红胶具有粘度流动性，温度特性，润湿特性等。红胶的应用：
1、SMT贴片加工中电子元器件的黏接固定；
2、电子产品部分位置的固定粘接及作标志等。贴片用红胶工艺SMT贴片红胶回温要求在室温下回温4小时，按
先进先出的顺序使用。

红胶过回流焊固化后，如产生贴装元件浮高，可能是由于：
(1)升温速率过快，红胶膨胀过度；
（2）红胶中气泡太多；
（3）贴装元件时，贴片位置设置不当。
1、参考IPC610C标准，一切以客户标准为准，客户“满意”是较终标准；
2、胶水质量：使用及保管（在冰箱保管，记得好像0~4度，查胶水说明，没有问供应商要）要注意，受潮后回
流过程气化容易导致元件偏移浮高；胶水量，太多就不好控制了；回流曲线，参考胶水回流的要求，没有问供
应商要，供应商没有那胶水就太次了，不是专业做的；
3、炉温设置同上面，另外回流风速也有影响，主要对于元件偏移，浮高的影响没有测试过，另外注意100度前
的恒温，个人认为受潮水的气化会有影响，加长100度前的恒温时间，减少水份剧烈气化时的影响；建议采用缓
慢升温-恒温-固化-冷却曲线。

SMT贴片加工的流程有哪些？随着生产设备不断提高、SMT贴装技术越来越完善，同时SMT贴片还具有高
频特性好、电子产品体积小、高性能等优势，使其逐渐发展成电子组装行业中较流的一种技术，SMT贴片加工
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作为高精密的加工行业，物料采购加工/来料检测：采购团队根据客户发来的BOM清单进行采购，采购完后进
行物料检验加工，或由客户提供贴装物料，收到物料后进行检测，确认无误后进行加工。丝印：丝印是SMT贴
片加工的第1道工序，主要是把锡膏或贴片胶漏印到PCB焊盘上，为元器件焊接做准备。再通过锡膏印刷机，将
锡膏渗透过不锈钢或镍制钢网附着到焊盘上。SMT贴片红胶固化温度是多少？

SMT红胶印刷速度：
SMT红胶印刷时期，刮板在印刷模具板上的挺进速度是很重要的， 因为SMT红胶需要时间来骨碌和流入模孔
内。如果时间不敷，那末在刮板的挺进标的目的，SMT红胶在焊盘大将不服。 当速度高于每秒20 mm 时， 刮
板有可能在少于几十毫秒的时间内塑胶模具设计知识刮过小的模孔。
SMT红胶印刷压力：
印刷压力须与刮刚硬度协调，如果压力过小，刮板将刮不洁净模具板上的锡膏，如果压力太大，或刮板太软，
那末刮板将沉入模具板上较大的孔内将SMT红胶挖出。
压力的经验公式：
在金属模具板上施用刮板， 为了获患上不错的压力， 起头时在每50 mm的刮板长度上施加1 kg 压力，例
如300 mm 的刮板施加6 kg 的压力， 慢慢削降低压力力直至SMT红胶起头留在模具板上刮不洁净，然后再增
长1 kg 压力。 在SMT红胶刮不洁净起头到刮板沉入丝孔内挖出SMT贴片红胶之间，应该有1~2 kg的可接管
规模均可以达到好的丝印效验。SMT贴片红胶均匀分布于固化剂、颜料、溶剂等粘合剂中。贴片用红胶工艺

SMT贴片红胶是一种聚稀化合物。贴片用红胶工艺

SMT贴片红胶粘剂的用途：
①防止在波峰焊（波峰焊过程）中掉落组件。当使用波峰焊时，为了防止组件在印刷电路板穿过焊锡罐时掉落，
请将这些组件固定在印刷板上。
②防止在回流焊（双面回流焊过程）中另一侧的组件掉落。在双面回流焊接过程中，为了防止焊接侧的大型设
备因焊料的热量和熔化而掉落，应使用SMT贴片胶。
③防止零件移位和站立（回流焊接，预涂工序）。用于回流焊接工艺和预涂工艺，以防止在安装过程中移位和
竖立。
④标记（波峰焊，回流焊，预涂）。此外，当更改一批印刷电路板和组件时，请使用SMD胶进行标记。贴片用
红胶工艺


